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パッケージ外観検査

電気的特性の測定

パッケージ開封

X線検査

表面観察

発光解析

エッチング

断面観察

組成分析

故障原因の確定 静電気破壊、Al配線の腐食、酸化膜破壊、マイグレーション、異物付着、等の特定。

超音波探傷検査

発熱解析

半導体を使用するセット機器メーカにとって、半導体の故障は原因を特定できない事が多くなっています。
弊社では、半導体の故障解析において、故障箇所を特定し、故障発生原因を推定いたします。

溶剤やプラズマを使用して、ﾊﾟｯｼﾍﾞｰｼｮﾝ膜、配線、絶縁膜を除膜する。

チップ物理解析

光学顕微鏡、SEM、を使用して観察を行う。

研磨、FIB、TEM、を使用して観察を行う。

EPMA、を使用して定性/定量分析を行う。

チップ内部の故障箇所特定

溶剤やプラズマを使用してパッケージを溶解し、チップコーティング膜を除去する。

フォトエミッシヨン顕微鏡を使用して、電流リークに伴って発生する微弱な光を検出する。

液昌を使用して、チップ表面のリークによる発熱箇所を特定する。

実体顕微鏡、光学顕微鏡、SEMを使用して
異物付着、変色、割れ、ウィスカ、マイグレーション、等を検査する。

半導体の故障解析

半導体の故障解析フロー

カーブトレーサ、半導体パラメータアナライザ、テスタを使用して、
ファンクションテスト、ＤＣテスト、2端子間特性測定、を行います。

パッケージ内部解析 パッケージを開封せずに内部を解析する。

ワイヤループ、異物、等の検査を行う。

クラック、剥離、等の検査を行う。

気密性評価 セラミックタイプの気密性の検査を行う。

パッケージを分解しチップコーティング膜を除去し、チップがパッケージに入った状態で、
チップ内部の故障箇所を特定する。

チップをエッチング加工し、故障位置の観察、分析を行う。

ボンディングパッド剥れ Al配線溶断 Al配線腐食 マイグレーション

パッケージクラック、剥離 発光箇所 ダイボンドクラック

故障事例の紹介


